技术交底书模板-微型钻头加工

（一）技术交底书的要求：

□应清楚、完整地写明发明或实用新型的内容；

□使所属技术领域的普通技术人员能够根据此内容实施发明创造；

□使上述人员相信本发明确实可以解决现有技术不能解决的问题。

（二）技术交底书的具体样本如下：

 1）发明创造的名称：

一种精密微型刀具焊接方法

 2）所属技术领域：

技术领域：

本发明涉及微型钻头加工领域，更具体的说，涉及一种用于印刷电路板行业的精密微型刀具的焊接方法。

 3）背景技术：

3.1）详细介绍技术背景，并描述申请人所知的与发明方案最接近的已有技术（应详细介绍，以不需再去看文献即可领会该技术内容为准，如果现有技术出自专利、期刊、书籍，则提供出处）；

3.2）对现有技术存在的缺点进行客观的评述（现有技术的缺点是针对于本发明的优点来说的；如果找不出对比技术方案及其缺点，可用反推法，根据本发明的优点来找对应的缺点；本发明不能解决的缺点，不需提供；缺点可以是成本高、处理时间慢等类似问题）。

背景技术：

加工印刷电路板的精密微型刀具的刀具部分的材质与柄部的材质常常是不同的，需要焊接固定。以微型钻头为例，其钻身构件通常使用以高硬度碳化钨为主要成分的硬质合金材质，由于碳化钨材料越来越贵，要节约成本就要尽量减少硬质合金；而钻柄构件主要起夹持定位所用，故钻柄构件选用较廉价的不锈钢圆柱棒料。因此，需采用焊接的方式，将钻身构件和钻柄构件形成一体。

钻身构件和钻柄构件的焊接形式有两种，一种是直接焊接，一种是嵌合焊接。直接焊接的不锈钢材质的钻柄构件的圆柱端面为平面，直接与硬质合金的钻身构件焊接在一起；嵌合焊接的不锈钢材质的钻柄构件的圆柱端面有一嵌合孔，孔内可放焊膏，硬质合金的钻身构件可插入钻柄构件的嵌合孔内，通过焊接的方法与硬质合金的钻身构件连接。下面以钻柄构件的端面有嵌合孔的微型钻头的焊接为例进行说明。对微型钻头的不锈钢的钻柄构件与硬质合金的钻身构件的常规的焊接方法是一次加热法，常包括以下步骤：

S01：将焊膏和钻身构件的焊接部放入钻柄构件的嵌合孔内；

S02：加热使钻身构件的嵌合孔内的焊膏融化，并在加热温度达到预先设置的最高温度值后立即下降，以将钻柄构件与钻身构件焊接连接；

S03：让焊好的微型钻头快速冷却，焊接完成。

这种焊接方法的加热温度曲线如图1所示，其中线段1为加热曲线段，线段2为冷却曲线段。

由于工件焊完后冷却速度过快，其焊接位置处的内应力来不及充分释放，孔内气泡来不及充分溢出，因此现有技术中焊接的微型刀具普遍存在着残余内应力过大、焊缝残留气泡，焊接处的强度不够高的缺点。

 4）发明内容：

4.1）正面描述本发明所要解决的技术问题（对应现有技术的所有缺点；本发明解决不了的，不需提供）；

4.2）清楚完整的叙述发明创造的技术方案，应结合工艺流程图、原理框图、电路图、仿真图、布局图、设备结构图进行说明（越详细越好，可与第6部分合写；发明中每一功能的实现都要有相应的技术实现方案，不能只有原理，也不能只做功能介绍；需要详细提供与现有技术的区别技术和关联技术；每个附图都应有对应的文字描述，以他人不看附图即可明白技术方案为准；所有英文缩写都应中文注释）：

对于机械产品的发明创造应详细说明每一个结构零部件的形状、构造、部件之间的连接关系、空间位置关系、工作原理等；

对于电器产品应描述电器元件的组成、连接关系；

对于无固定形状和结构的产品，如粉状或流体产品、化学品、药品，应描述其组分及其含量、制造工艺条件和工艺流程等；

对于方法发明，应描述操作步骤、工艺参数等。

4.3）简单点明本发明的关键点和欲保护点（逐项列出1、2、3、、、），并简单介绍与最好的现有技术相比，本发明有何优点（一两个自然段即可；结合技术方案来描述，做到有理有据，即用推理或因果关系的方式推理说明；可以对应所要解决的技术问题或发明目的来描述）。
发明内容：

为克服上述缺陷，本发明所要解决的技术问题是提供一种能提高精密微型刀具焊接处的强度的精密微型刀具焊接方法。

本发明的目的是通过以下技术方案来实现的：

一种精密微型刀具焊接方法，包括以下步骤：

A：对微型刀具的焊接处进行加热处理；

B：对微型刀具的焊接处冷却处理；

C：对微型刀具的焊接处进行回热处理；

D：对微型刀具的焊接处冷却处理。

所述的步骤D后还包括重新执行步骤C，直至回热处理达到预设的次数。

所述的步骤C中的回热处理的最高加热温度低于步骤A中的加热处理的最高加热温度；每一次步骤D之后重新执行的步骤C中的回热处理的最高加热温度均低于前一次回热处理的最高加热温度。这样的设计可以更好的释放焊接位置处的内应力。

所述步骤A中的加热处理的过程包括加热子过程和恒温子过程；所述的加热子过程在加热温度到达预设的温度后即进入恒温子过程，并在以预设的恒温时间段内结束恒温子过程，执行步骤B；同样的，所述步骤C中的加热处理的过程包括加热子过程和恒温子过程；所述的加热子过程在加热温度到达预设的温度后即进入恒温子过程，并在以预设的恒温时间段内结束恒温子过程，执行步骤D。

所述的步骤C中的回热处理的恒温子过程的恒温时间段短于步骤A中的加热处理的恒温子过程的恒温时间段；每一次步骤D之后重新执行的步骤C中的回热处理的恒温子过程的恒温时间段均短于前一次回热处理的恒温子过程的恒温时间段。

所述的步骤A中的进入恒温子过程的预设温度的可选择的范围为600~800度。

所述的每一次步骤D之后重新执行的步骤C中的回热处理的开始进入加热子过程的温度均低于前一次回热处理的开始进入加热子过程的温度。

所述的步骤B和步骤D中，通过自然冷却处理的方式对微型刀具的焊接处进行冷却处理。

所述的步骤B和步骤D中冷却处理的时间段的长度可选择的范围为0.5~5秒。即每两次的加热间隔时间为0.5~5秒。

    本发明由于在进行了加热处理及冷却处理的步骤后，又执行了回热处理的步骤，通过缓慢降温起到类似回火的作用，使得焊接处的内应力可以更好的释放，进一步的减小了焊接处的变形，且孔内焊膏填充更致密，减少了气孔现象，很有效的提高了精密微型刀具焊接处的强度。

 5）附图：实用新型专利必须提供附图；附图中构成件可以有标记，尺寸和参数不必标注。

附图说明：

图1是现有技术使用的加热曲线示意图；

图2是本发明实施例使用的加热曲线示意图；

图3是本发明实施例的焊接状态示意图。

其中：9、钻身构件，10、高频感应线圈，11、钻柄构件，12、红外线温度感应装置。

 6）优选具体实施方式（可与第4部分合写；尽量写明所有同样能完成发明目的的替代方案，所述替代可以是部分结构、器件、方法步骤的替代，也可以是完整的技术方案）：
对于产品发明应描述产品构成、电路构成或者化学成分、各部分之间的相互关系、工作过程或操作步骤；对于方法发明应写明步骤、参数、工艺条件等，可提供多个具体实施方式。

具体实施方式：

下面结合附图和较佳的实施例对本发明作进一步说明。

本发明所述的精密微型刀具的焊接方法包括以下几个步骤：

A：对微型刀具的焊接处进行加热处理；

B：对微型刀具的焊接处冷却处理；

C：对微型刀具的焊接处进行回热处理；

D：对微型刀具的焊接处冷却处理。

在需要的时候，可以多次执行步骤C、D进行多次回热。

下面仍以钻柄构件的端面有嵌合孔的微型钻头的焊接为例进行说明，其焊接时的状态如图3所示，所述的钻柄构件11的嵌合孔内涂有焊膏，钻身构件9放置在钻柄构件11的嵌合孔内，通过高频感应线圈10对焊接部位处进行加热，而同时，又通过红外线温度感应装置12对焊接部位处的加热的温度进行实时的测量。

具体的焊接方法包括以下步骤：

S11：将焊膏涂于钻柄构件11的嵌合孔内；

S12：通过进给装置（图中未示出）将钻身构件9插入钻柄构件11的嵌合孔内；

S13：对微型钻头的焊接处进行加热处理，通过控制装在钻柄构件11嵌合孔周围的高频感应线圈10发热，促使焊膏熔化并达到预设的加热温度，将钻柄构件11与钻身构件9焊接成为一体棒料；此即为加热处理过程中的加热子过程，其焊接处的温度曲线可参看图2中的加热曲线段3；

S14：通过红外线温度感应装置12对焊接处的温度进行实时监测，当温度到达预设的温度后，即通知高频感应线圈10进行恒温加热，进入恒温子过程，控制高频感应线圈10加热的温度，保持一段时间恒温，其焊接处的温度曲线可参看图2中的恒温曲线段4，其波峰平坦；其中，对高频感应线圈10的控制可通过控制其电流大小实现；不锈钢的钻柄构件与硬质合金的钻身构件之间的焊接温度可选择设置在600~800度之间，恒温子过程的恒温保持时间可在1~3秒之间；

S15：控制高频感应线圈10停止加热，对微型钻头的焊接处冷却处理，自然冷却1~5秒；其焊接处的温度曲线可参看图2中的冷却曲线段5；

S16：在冷却到一定的温度时，对微型钻头的焊接处进行回热处理，控制高频感应线圈10再次进入加热子过程，短时间地加热焊接处约0.5~1.5秒，其焊接处的温度曲线可参看图2中的回热曲线段6；

S17：在到达预设的回热温度后，进入恒温子过程，控制高频感应线圈10加热的温度，保持一段时间恒温，保持恒温200~400度；其焊接处的温度曲线可参看图2中的恒温曲线段7，其波峰平坦；

S18：再次控制高频感应线圈10停止加热，对微型钻头的焊接处冷却处理，让焊好的工件自然缓慢冷却，其焊接处的温度曲线可参看图2中的冷却曲线段8；

S19：可根据需要重复步骤S16~S18，直至回热处理达到预设的次数。

其中，步骤S13中的加热处理的温度的加热恒温范围为600~800度，而步骤S16中的回热处理的温度低于步骤S13中的加热处理的温度；而每一次步骤S18之后重新执行的步骤S16中的回热处理的温度均低于前一次回热处理的回热温度。具体的温度可以根据实际情况进行调整，这样的设计可以更好的释放焊接位置处的内应力。

而所述的每一次步骤S18之后重新执行的步骤S16中的回热处理的开始进入加热子过程的温度均低于前一次回热处理的开始进入加热子过程的温度。即，每次冷却结束的温度是逐次降低的，直至不再回热处理。这样的设计也有利于更好的释放焊接位置处的内应力。

同时，所述的步骤S17中的回热处理的恒温子过程的恒温时间段短于步骤S14中的加热处理的恒温子过程的恒温时间段；而每一次步骤S18之后重新执行的步骤S17中的回热处理的恒温子过程的恒温时间段均短于前一次回热处理的恒温子过程的恒温时间段。这样的设计也有利于更好的释放焊接位置处的内应力。

通过以上方法焊接的精密微型刀具，由于其在高频焊接时用恒温多次加热法，即先加热到最高温度，保持一段时间恒温，然后停止加热，冷却到一定温度再次加热，通过缓慢降温起到类似回火的作用，使得焊接处的变形减小了30%，说明其内应力显著减小。此外，平均抗拉强度提高20%，孔内焊膏填充更致密，无气孔现象，钢柄表面也无生锈现象。

以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明，不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干简单推演或替换，如用焊丝或焊片代替焊膏、用平面钢柄代替有嵌合孔的钢柄、用其他的加热工具代替高频感应线圈10、用其他的温度检测器代替红外线温度感应装置12等，都应当视为属于本发明的保护范围。


[image: image1.emf]
图1


[image: image2.emf]
图2


[image: image3.emf]
图3

_1234567891.vsd

_1234567892.vsd

_1234567890.vsd

